Kosteneffiziente Hausung fiir IR-Emitter
(KHIS)

ANWENDUNG

Bei MEMS-IR-Emittern muss das Package mehrere
essenzielle Funktionen erfiillen, wie z.B. Dichtheit,
optische Filterung oder Fenster, Warmeableitung
sowie einfache Integrationsmoglichkeit in
Schaltungen und elektronische Sensorsysteme.

Eine neuartige, skalierbare Gehauseplattform fir
MEMS-IR-Emitter realisiert SMD-kompatibles
Package auf herkommlichen FR4-Leiterkarten-
material sowie auch auf keramischen Tragern
(LTCC). Das Layout ist flexibel an verschiedene
ChipgroBen anpassbar.

DEMONSTRATOREN

Filter

N\ |/~
N

MEMS Emitter

Leiterkarte

Gefordert durch:

* Bundesministerium
B | fir Wirtschaft
und Energie

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

Die beschriebenen Forschungs- und Entwicklungsarbeiten werden im

SPEKTRUM UND DYNAMIK AUF LTCC-

TRAGER

Strahlstdrke im Lot in mW/sr/pm

—— Referenz-Aufbau
—— Flip-Chip auf Rahmen
—— Doppelchip-Stapel

6 8 10 12 14 16 18 20
Wellenldnge in pm

Strahlungsfluss-Modulation in mW/sr

50

30

20

10

—a— Referenz-Aufbau

—a— Flip-Chip auf Rahmen

Doppelchip-Stapel

10 100
Puls-Frequenz in Hz

Forschungsprojekt ,,Kosteneffiziente Hausung fiir IR-Emitter” (KHIS) durch
das Bundesministerium fiir Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) gefordert.
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	Folie 1: Kosteneffiziente Hausung für IR-Emitter (KHIS)

